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Gartner：2025年十大汽车
制造商半数将自行设计芯片

       集微网消息，日前，据市场调研机构 Gartner 称，由于芯片短缺以及汽车电气化、自动驾驶等趋势，全球前
10 大汽车制造商中的半数将自行设计芯片，借以掌控产品路线图和供应链。

       “汽车半导体供应链很复杂。”Gartner 研究副总裁 Gaurav Gupta 表示，在大多数情况下，芯片制造商
只是汽车制造商的三级或四级供应商，通常需要一段时间才能适应汽车市场的需求变化。这使得汽车制造商增
加了对半导体供应链的控制欲望。
       此外，由于 8 英寸等成熟半导体工艺节点的晶圆制造产能扩张困难，汽车芯片正遭遇持续紧缺。Gaurav 
Gupta 还称，在较大的晶圆尺寸上，汽车行业对原有设备的资格认证一直很保守。因此，这也很可能导致汽车
制造商自行设计芯片。
       这种将芯片设计引入内部的模式，俗称“OEM-Foundry-Direct”，但并不是汽车行业独有的。当前，随着半
导体市场发生一些新的变化，这种模式将在科技企业中得到加强重视。
       如今，台积电和三星已经具备了代工尖端工艺的能力，其他半导体供应商也已经提供了获得先进知识产权
的机会，从而使定制芯片设计相对容易。
       “从芯片短缺中吸取的教训，将进一步促使汽车制造商转型成科技公司。” Gaurav Gupta 说。
       此外，Gartner 预测，2025 年美国、德国新车平均售价将超过 50000 美元，进而导致旧车进行更多维修和
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改装。Gartner 研究副总裁 Mike Ramsey 则表示，随着人们试图延长现有车辆的使用年限，新车涨价可能会
压缩汽车总销量并提振零件和改装市场。
       Gartner 的分析师还预计，随着价格上涨，新车市场将保持平稳甚至下降。与此同时，汽车制造商将推出新
的服务以及设备和计算机系统的升级，以延长现有车辆的寿命。

                                                                                                                                               （来源：集微网）
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       集微网消息，12 月 8 日，乘联会发布 11 月份全国乘用车市场分析，该月国内乘用车市场零售达到 181.6
万辆，同比下降 12.7%，相较 2019 年 11 月下降 6%，11 月零售总体不强。今年 1-11 月的零售累计达到
1804.1 万辆，同比增长 6.1%。
       生产方面，11 月乘用车产量为 222.9 万辆，同比下降 2.1%；1-11 月累计生产 1848.6 万辆，同比增长
7.7%。乘联会表示，近期缺芯影响明显改善，豪华品牌和合资品牌所受的影响已获得明显改善。
       新能源汽车方面，11 月新能源乘用车批发销量达到 42.9 万辆，同比增长 131.7%。1-11 月新能源乘用车
批发 280.7 万辆，同比增长 190.2%。
       其中，比亚迪以超 9 万辆销量位列第一，特斯拉中国为 52859 辆，新能源汽车销量过万的车企还有上汽通
用五菱、长城汽车、小鹏汽车、广汽埃安、奇瑞汽车、理想汽车、吉利汽车、上汽乘用车、上汽大众、蔚来汽车、一汽
大众、合众汽车等。
       新能源汽车出口方面，特斯拉以 21127 辆继续位列第一，其后分别为上汽乘用车、吉利汽车、长城汽车，比

乘联会：11月新能源乘用车销量
达42.9万辆，特斯拉以5.29万

辆位列第二
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亚迪也有 404 辆车用于出口。
       另外，乘联会还分析称，1-11 月的新能源乘用车渗透率达到 15% 左右，不过大中型客车渗透率近几年随
着补贴退出而持续下降，2017 年达到 24%，目前回落到 18.6%。

                                                                                                                                               （来源：集微网）
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IGBT产业链

图片来源：吴文吉、陈杭 半导体风向标
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IGBT 分类

       功率器件在大方向的工控和电源领域必不可少的器件，功率器件分成功率二极管、MOS 管、IGBT、碳化
硅、氮化镓，几大类型当中 IGBT 的角色是最重要的，分类可以分成低压、中压、高压。
       1. 低压 -1200v 以下，这一块应用主要集中在消费类电子和光伏逆变
       （1）消费类电子重点集中在家用电器、白电，再具体一点就是家电都往节能减排方式走，通过变频的方式，
比如变频空调、冰箱，变频中 IGBT 是个很关键的作用，整个消费类市场变频也逐渐成熟，家电市场目前处于更
新迭代的市场，在 IGBT 的整个市场份额在 25%-27% 的占比； 
       （2）光伏逆变，新能源的模块，光伏逆变近几年有过波动，前年国家出光伏逆变的政策，对厂商有影响，但
是随着海外市场的崛起转好。光伏逆变现在趋于成熟，里面多数功率器件还是会采用 IGBT，光伏逆变行业占到 
IGBT 的 20% 左右，最近几年的变化不是很大，消费电子和光伏逆变是比较成熟的两个行业。
       2. 中压的 IGBT-1200V-2800V 或 2500v 是中压的 IGBT，主要是应用在新能源的电动汽车还有风力发电
两块，新能源电动汽车 100% 来讲还是增量市场，对于国内 IGBT 企业还是有待耕耘的市场应用，技术壁垒和
技术门槛还比较高，把控在国内比较大的几家厂商手中，新能源汽车会占到去年 IGBT 30%-31% 的份额，英飞
凌占到新能源汽车 5 成以上的份额。风力发电发展最快的还是在中国，对 IGBT 也有严格的要求，客户相对比
较零散，占到 IGBT 体量的 11% 左右。
       3. 高压在 2800v-3000V 以上，主要集中在轨道交通（高铁、动车、地铁）、智能电网，智能电网国内外发展
都比较迅速，中国流行的特高压的直流输变电，IGBT 的采用的量是越来越大，所以这块也是一个增量市场。

最近几年 IGBT 销售的周期性波动

       低压的光伏经过前年的低谷期，最近两三年都是处于上升的阶段，包括很多光伏逆变的客户发展还是比较
快，海外市场会多一些，包括这几年崛起的终端客户，比如德业和锦浪。另外新能源汽车针对国内的 IGBT 来讲
是都渴望进入的一个市场，但这一块车规级门槛迫使国内的厂商大概还有几年的路要走，能进入主机厂的国内
的 IGBT 企业还不是非常多。整体新能源汽车市场都是上升的，除了 16、17 年国家对于新能源电动汽车政策
的倒退增速放缓，17 年以后新能源汽车都是处于一个上升态势，虽然从去年的第四季度开始受一些主要部件
的影响电动汽车的出货量不是那么强劲；高压领域的应用柔直输变电的应用，在 14、15 年我国第一条柔性急
速输变电是采用英飞凌的 IGBT 在做，后来大的工程 IGBT 起来，但是掌握在国外主流厂家的手里。
       电动汽车里面电池 40%-50% 的成本，剩下的电池驱动最高可能占到 20% 的成本，IGBT 就是用到电池驱
动这块，这里面 IGBT 大概又能占到 5 成的结构，所以一台乘用车里面 IGBT 的成本占到 8%-9% 左右的成本
结构，这样一台电动汽车的功率器件的占比成本对于每家厂商是非常吸引人的，包括跟电动汽车配套的的充电
设备比如慢充，这里面用的 IGBT 很少，只是交流的慢充，我们讲的主要是快充，大的直流充电桩，这里面 IGBT 
成本占比占到 15%-18%，所以一台车包括跟车配套的快充，IGBT 都是起到了很主流的角色，所以未来看 IGBT 
的发展，主要看在 IGBT 厂家电动汽车领域的投入和产品的匹配性，基本就可以判断一家 IGBT 公司的技术实
力和品牌实力。

IGBT 的几个玩家

       （1）英飞凌、日本的三菱和富士，三家巨头蚕食掉 IGBT 市场上面 70% 的份额，英飞利的产品结构可以覆
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盖到整个工业领域，三菱和富士更多是在传统的工业应用商，在日系主机厂里面会有占比，各自方向有些不一
样。 
       （2）国内 - 目前做的很出色的，一家是比亚迪半导体、另外是嘉兴斯达、常州宏微、中车时代，这几家比较专
注 IGBT，华润微、士兰微做的产品会比较广、IGBT 只是其中的一个产品分支。
       比 亚 迪 半 导 - 全 产 业 链 都 在 做，在 汽 车 领 域 的 表 现 很 出 色，占 到 国 内 新 能 源 汽 车 的 市 场 的 份 额 的 
18%-20%，因为比亚迪半导体大部分的产线都是在比亚迪体内消化了，比亚迪 18 年收购宁波中纬的晶圆厂，
产品的产出和迭代比较快，但是 IGBT 设计的平面型设计，输出效率比较低，很多非比亚迪以外的主机厂不会
用比亚迪半导体，但比亚迪半导体也在积极地去市场化。
       嘉兴斯达 - 是国内 IGBT 里面表现出色的一家企业。2008 年开始，技术起点比较高，2015 年 IR 是被英飞
凌收购了，斯达当时是把 IR 的专用于功率器件的研发团队收过来，唯一的缺点是不能作为一个晶圆厂商，晶圆
来自于华虹，2015 年接手团队以后，2018 年渗入电动车的领域，目前还没有很多电动车产品在用斯达的产
品，在做导入，很多主机厂对于斯达也是非常正面的评价。
       常州宏微 - 最早专注的产品是 FRED，家电市场，所以会同步做 IGBT 和对应的晶圆买卖，汇川是宏微的一
个股东，希望把宏微的公司和产品带起来，还在完善的阶段。
       中车 - 背靠中车集团，12 年收购英国的丹尼克斯，75% 的股份，15 年成立 FAB 厂商，丹尼克斯集中高压
部分比较多，当时收购也是对口中车的轨道交通的业务，到现在为止中车时代的大部分应用类似于比亚迪，应
用在中车自己的轨内产品会比较多，18 年开始市场化在智能电网、汽车领域做些规划，中车时代做自己的新能
源的电控这块，整个汽车市场他大概占到 1% 左右，后面还是有很大的发展空间。
       华润微、士兰微 -IGBT 只是作为他们产品链里面的一个分支，这些厂商目前来看还是做一些比较低端的市
场，或者技术门槛不是很高的市场，一个品牌做 IGBT 先做电焊机的市场、小型焊机、等离子切割机，还有就是
家电领域、工业领域的电磁感应加热，这些厂家通常会从这些领域过渡到光伏逆变，国内厂商大概占到 
30%-40% 的光伏逆变，然后就是新能源汽车，高压领域现在还没有很清晰的规划。

                                                                                                                                           （来源：是说芯语）
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       在先进半导体工艺上，台积电目前是无可争议的老大，Q3 季度占据全然 53% 的晶圆代工份额，三星位列
第二，但份额只有台积电的 1/3，所以三星押注了下一代工艺，包括 3nm 及未来的 2nm 工艺。
       根据三星的计划，3nm 工艺会放弃 FinFET 晶体管技术，转向 GAA 环绕栅极，3nm 工艺上分为两个版本，
其中 3GAE( 低功耗版 ) 将在 2022 年年初投入量产，3GAP( 高性能版 ) 则会在 2023 年年初批量生产。
       对比 5nm，三星新的 3nm GAA 可以让面积缩小 35％，同功耗下性能提高 30％，同性能下功耗降低 50％。
       再往后就是 2nm 工艺，三星高管日前再次表态 2nm 工艺会在 2025 年量产。

       不过具体的工艺指标还没公布，只知道还是 GAA 晶体管，跟 3nm 一样基于 MBCFET（多桥沟道 FET）技术，
这是一种纳米片晶体管，可以垂直堆叠，而且兼容现在的 CMOS 工艺，共享设备与制造方法，降低了新技术的
升级成本。
       三星的 2nm 工艺是一大进步，创新亮点不少，而且跟现在已有的 2nm 技术不同——此前 IBM 全球首发
了 2nm 芯片，指甲盖大小的面积就可以集成 500 亿晶体管，相比 7nm 工艺提升了 45% 的性能或者减少 75%
的功耗，预计 2024 年量产。
       三星也参与了 IBM 的 2nm 技术，然而自己量产的 2nm 技术跟 IBM 的 2nm 并不一样，后者需要新的生
产方法，三星还会依赖自家研发的 2nm 技术。

                                                                                                                                              （来源：快科技）

  三星计划2025年量产2nm工艺：
基于MBCFET、与IBM 2nm不同
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       集微网消息，舜宇光学 (02382) 发布了 2021 年 11 月各主要产品出货量数据。根据数据显示，11 月舜宇
光学手机镜头出货约 1.24 亿件，同比下降 4%，车载镜头单月出货量约为 202.5 万件，同比下降 24.9%。亚迪
也有 404 辆车用于出口。

舜宇光学今年前11月手机镜头
出货13.19亿件，摄像头模组

出货约6.22亿件
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       对此，舜宇光学表示， 车载镜头出货量同比下降 24.9%，主要是因为汽车供应链中关键零部件缺货且去年
同期因疫情好转出货量表现强劲。

       此外，据披露的数据显示，今年前 11 月舜宇光学手机镜头出货约 13.19 亿件，摄像头模组出货约 6.22 亿
件。
       舜宇光学专业从事光学及光电相关产品设计、研发、生产及销售，主要产品包括三大类：一是光学零组件，
主要包括玻璃 / 塑料镜片、平面产品、手机镜头、车载镜头、安防监控镜头及其他各种镜头；二是光电产品，主
要包括手机摄像模组、3D 光电模组、车载模组及其他光电模组；三是光学仪器，主要包括显微镜及智能检测设
备等。目前，其已经形成了手机行业、汽车行业、安防行业、显微仪器行业、机器人行业、AR/VR 行业、工业检测
行业、医疗检测行业八大事业板块。

                                                                                                                                               （来源：集微网）
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       广芯微电子（广州）股份有限公司致力于低功耗物联网领域芯片的研发和设计，是一家为客户提供创新解
决方案的集成电路设计企业。公司核心成员是集成电路行业的技术专家和市场应用专家，在集成电路行业深耕
多年，研发团队拥有从系统理论、芯片设计、软硬件开发到系统解决方案设计的全方位经验。目前广芯微电子研
发人员占比约 70%，全部为本科以上学历，公司总部设在广州，在上海和苏州设有全资子公司。
       广芯微立足于广州开发区，坚持创新与差异化驱动，秉承国产自主可控的理念，开发包括面向低功耗物联
网的专用处理器芯片、面向低功耗广域网的物联网连接芯片、低功耗处理器芯片、以及应用于传感器信号调理
的专用芯片等。
       广芯微是广东省集成电路行业协会副会长单位、广州市半导体协会副会长单位，同时也是广东省促进企业
投资协会的副会长单位，及其集成电路专业委员会的会长单位。公司一直积极主动发起或参与与半导体产业相
关的产业互动组织，秉持客户第一、技术创新和市场领先的理念，以国际领先的技术为基础，为客户提供一流的
产品与技术，打造值得信赖的集成电路设计品牌企业。

广芯微部分产品：

1．微控制器
① UM3213
       UM3213 采用 32 位 Cortex-M0+ 处理器架构，最高工作频率为 32MHz，动态电流仅 110uA/MHz, 
Dhrystone 性能达到 1.11 DMIPS/MHz；芯片支持 0.7uA RTC 睡眠电流、3.7uS 快速唤醒和 32MHz 频率下
0 等待周期 Flash 取指，适用于各种低功耗应用场景；芯片采用国内先进的防护技术，能够有效阻止对产品
PCB 的抄板。

广芯微电子（广州）股份有限公司
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② UM8007
       UM8007 采用单周期 8051 内核，主频 24MHz，内置 16KB 闪存，其带有丰富的外设接口、8 通道 12-bit 
SAR ADC、低电压检测 LVD 及掉电复位 LVR 模块等 , 支持 11 路 PWM、4 路 UART、17 路 GPIO 和 1 路
CAN 总线。
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2．射频及模拟前端
UM2020
       UM2020 芯片是一款三通道 、超低功耗的低频无线唤醒接收器芯片，可检测 30KHz~300KHz 范围的低频
载波频率的数据并触发唤醒信号，能够为电池供电系统方案提供远程唤醒功能，可对多种唤醒模式进行配置，
并支持接收灵敏度调节，确保在各种应用环境下实现可靠唤醒。芯片监听模式下 ( 三通道间歇运行模式 ) 的
2.1μA 超低电流消耗也极大地延长了电池使用寿命。该芯片为开发高价值资产盘点、主动操作识别、无线传感
器网络和访问控制、远程无钥匙进入等各种应用提供了灵活多变的设计方案。
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3．无线 IoT SOC
UME3213
       UME3213 集成 ARM Cortex-M0+ 内核，最大工作频率为 32MHz；采用 2.4GHz 通信频段，支持
1Mbps 传输速率和 130 米范围内无线传输，支持 7 dBm 最大发射功率；芯片睡眠电流仅 0.7μA，低功耗设
计保证整机方案使用纽扣电池驱动无压力。
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4．数字电源管理
UM3506
       UM3506 是一颗用于快速充电领域的处理器芯片，采用 RISC-V 处理器架构，集成 PD 协议，支持多路充电
模式，最大输出功率达到 100W。
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       西安恩狄集成电路有限公司成立于 2013 年 11 月，是一家专注于 MCU 设计、生产、测试、交付等全生命
周期服务的创新型高新技术企业。已在 MCU 领域形成了显著产品优势和良好的市场地位，与国内外一批知名
半导体企业形成了稳定的协作关系，成为中国最具发展潜力的 MCU 设计制造企业之一。
       公司拥有六个系列自主产权的高低压数模混合 MCU 产品（通用 8 位 /32 位 MCU、电量计 +BMS MCU、
快充全协议 SoC、光模块主控 SoC、电机驱动 MCU），全部已形成量产能力，主要应用于铅酸充电 / 锂电充电、
电动牙刷、光通讯模块、全协议快充芯片、电机驱动、电子烟、加密烟弹、雾化器、电量计、锂电池管理等领域。
       2018 年，恩狄成为国内首个嵌入式图形处理器（GPU) 车载仪表显示 SoC 芯片供应商，打破了此类芯片
完全依赖国外进口的市场格局，2019 年，电源快充 SoC 项目荣获业界权威集微半导体峰会中国芯力量“最具
投资价值奖”。
       公司核心团队由中国大陆、台湾地区的 MCU 资深专家发起，已经建立了老中青融合、产学研协同的成熟
专业团队和现代化企业运营管理机制，帮助客户提高系统性能、降低产品开发风险、减少系统总成本和缩短产
品面市时间，具备极强的综合竞争优势。公司拥有一批从业超过 15 年的专业集成电路设计工程师，现有员工
68 人，博硕士占比超过 60%，公司已申请自主知识产权 35 项，其中申请中的专利 9 项（包括 4 项发明、5 项实
用新型），已授权实用新型专利 2 项，授权集成电路布图设计专利 21 项，授权软件著作权 3 项（申请中 2 项），
获得注册商标 7 项。

恩狄部分产品：

1. 8 Bit OTP MCU

2．8 Bit FLASH MCU

西安恩狄集成电路有限公司
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3．电机驱动

4．高压运放



19

ENTERPRISE
芯企业

       睿兴科技（南京）有限公司（以下简称“睿兴”或“公司”）成立于 2019 年 3 月 27 日，是一家致力于集成电路
设计、开发和销售的科技型企业， 主要产品既包括 32 位高性能 MCU 单片机，又包括 BLDC 和 PMSM 控制模
块，满足不同客户的实际需求并提供相关的技术咨询与服务。公司办公地址位于南京市江宁区智能电网博览
馆。
       睿兴自成立以来，汇聚了海内外具有十余年研发、管理经验的专业团队，团队人员齐整，年龄结构 合理，老
中青梯队结构基本形成，人才储备充裕，拥有成熟的工业级数模混合设计经验和生产工艺环节的管理经验。在
MCU 数模混合设计方面 具有显著优势，产品已在电网领域得到广泛应用，高性能和高可靠性得到映证；整合
下游系统设计的优势资源，实现单片机和高频注入法等 软件算法的集成，提高性能的同时降低客户二次开发
的成本，引导产品模式的革新。公司始终坚持技术创新，视人才为最重要的基石，透过 不断地技术和市场延伸，
结合各种优势资源，致力于提升在工业应用类芯片领域的持续领先地位，立足中国，放眼世界。

睿兴产品：

1．RX32S30
       RX32S30 系列是高性能、低功耗、多功能马达专用 32 bit   MCU 芯片，内部集成了 32 位的 Cortex-M3
处理器，更特别是集成电机专用协同处理器，内置马达专用硬件算法，比纯粹软件运算提供更快速的运算效能，
让马达运转的更顺畅更有效率。芯片更整合了 OP-AMP、Comparator，在使用上能更节省布局空间，更节省
成本。功能上还包含时钟管理、电源管理、PLL、高频 RC、低频 RC 等单元，以及 NVIC 和 DEBUG 调试功能。

2．RX32F103
       RX32F103 系 列 是 高 性 能、低 功 耗、多 功 能 马 达 专 用 32 bit  Cortex M3 MCU 芯 片，工 作 温 度 范 围
-40~105℃, 工作电压 2.5-5.5V。芯片针对双电机应用集成双高级定时器、双 12bit SAR ADC、可满足单电阻
/ 双电阻采样的不同需求芯片整合了内部高频 / 低频 RC、可编成增益放大器、 比较器，在使用上能更节省布局
空间，更节省成本。

睿兴科技（南京）有限公司
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三、TWS
（一）touch MCU

（二）专用 MCU

地址：杭州市滨江区六和路368号海创基地北楼四楼B4092室
投稿：incub@hicc.org.cn
官网：www.hicc.org.cn
电话：86- 571- 86726360
传真：86- 571- 86726367

杭州国家集成电路设计产业化基地有限公司 
杭州国家集成电路设计企业孵化器有限公司


